
弊社の CNF 含有ソルダペーストは、業界内で初めて採用されてからお客様に愛さ
れ続けている量産実績の高いソルダペーストです。
MVF(V) は、その特性と蓄積した技術を元に、改良を重ねた汎用性の高いボイド低
減ソルダペーストです。

セルロースナノファイバーで実現する、新しいはんだ接合品質

※イメージ写真

竹の力で、はんだが変わります

Bomboo Solution SOLDER
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ボイドを抑え、 信頼を上げる。



▼0.12mm厚メタルマスク使用 ▼0.1mm厚メタルマスク使用

■ボイド発生のメカニズム

■ボイド低減性能

松尾ハンダ株式会社
〒242-0001神奈川県大和市下鶴間2775番地  TEL:046-274-0706　FAX:046-274-9017

https://www.matsuo21.com

ソルダペースト

フラックス

合金

ボイドの流れ

部品の自重
（押し込み）

高揮発性成分
起因のボイド

残留フラックス

合金の
凝集一体化

フラックス
凝集排出

フラックスは
下部に凝集

残留フラックスの
揮発

 ① 印刷 ～ 部品マウント ～ 加熱初期  ② プリヒート時 （はんだ溶融前）

③ 本加熱 （はんだ溶融時） ④ ピーク ～ 冷却 

従来品

FLF01-MVF(V)

4.9% 5.2% 9.4%

1.2%2.6% 0.4%

8.2%

0%
ボイドが
  低減！


